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Campo Técnico.
-  2 - i

Bate invento se refiere a placas de cir­
cuito de múltiples capas. Más en particular, se refiere a 
placas de circuito de múltiples capas que tienen capas de 
substrato que están conformadas tridimensionalmente para 
coincidir entre si, proporcionando con ello ana coinciden­
cia exacta de las múltiples capas y facilitando nmi inter­
conexión eláctrica fiable entre las capas del circuito. *.

Técnica Anterior

En los modernos dispositivos eléctricos, 
en particular en aquellos tales como los ordenadores en
los que se emplean gran número de circuitos integrados, se...
precisan placas de circuito con múltiples capas d* circuí-'.* .* 
to para proporcionar las muchas interconexiones eléctricas.-.-. 
requeridas en tales dispositivos.

.Las múltiples oapas de circuito eléctrico *-J 
deben estar conectadas eléctricamente en lugares seleccio­
nados para producir la placa de circuito final. El proble­
ma más corriente en la producción de tales placas de cir­
cuito de múltiples capas ha radicado en la obtención de una 
interconexión eléctrica apropiada entre los conductores 
del circuito en una capa de la placa del circuito y los 
conductores del circuito en otra capa.

Un problema particular ha sido el de la di 
ficultad para mantener la debida coincidencia de las múl­
tiples capas de la placa de circuito.

Las primeras placas de múltiples capas 
se hicieron a base de dos o más placas de circuito de una 
o de dos caras que fueron dispuestas con la debida coinci­
dencia y encoladas juntas. Después se perforaron agujeros 
a través de las diversas oapas, se introdujeron hilos con­
ductores en los agujeros y luego se soldaron en posición. 
Desgraciadamente, las muchas fases que intervienen en la 
fabricación de las capas individuales de una placa de 
circuito, incluyendo las de calentamiento, enmascaramiento,

L



1r - 3 -
ataque químico y perforación, originaban frecuentemente 
alabeamieuto o deformaciones de la placa, lo cual hacia que 
fuera imposible obtener la debida coincidencia requerida 
para el montaje.

5 Se plantearon otros problemas al efectuar
"na interconexión eléctrica fiable entre las múltiples ca­
pas del circuito. Los agujeros perforados con hilos conduc­
tores soldados adolecían frecuentemente de deficientes unió-** * * *.

* * *  *

nes de soldadura, asi como de falta de coincidencia. Con gra 
10 dos variables de éxito, se ensayaron otras técnicas que

incluían usar agujeros pasantes y/o remaches recubiertos *-! 
para efectuar las interconexiones eléctricas.

Aunque se han ensayado otras técnicas pa­
ra obtener la debida coincidencia con buena interconexión 

15 eléctrica, incluida la de las placas de múltiples capas *.*..* 
can espigas de interconexión metálicas, ninguna ha demostrar*.-*, 
do ser totalmente satisfactoria en términos de fiabilidad 
y de coste. **J

20 Descripción del invento

El presente invento es una placa de cir­
cuito de múltiples capas formada de al menos dos substra­
tos de placa de circuito, los cuales han sido conformados 

25 para coincidir entre si da manera que únicamente permitan 
que la placa de múltiples capas sea montada cuando loa 
substratos estén en perfecta coincidencia. Un primer subs­
trato tiene espigas de interconexión que se proyectan fue­
ra de su superficie y que coinciden con agujeros de inter- 

30 conexión coincidentes situados en un segundo substrato.
Se pueden añadir capas adicionales de substratos, con los 
correspondientes agujeros y espigas de interconexión.

Cada capa de substrato puede llevar dos 
capas de circuito eléctrico en sus superficies superior e 

35 inferior, respectivamente. El circuito se forma de cual­
quier material conductor, uaualmente de cobre, y aunque 
se pueden emplear diferentes técnicas, preferiblemente se

L
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aplica el material conductor por recubrimiento.

En el aubatrato que lleva las espigas de 
interconexión, se consigue la interconexión eléctrica en­
tre los conductores del circuito en las superficies supe­
rior e inferior de ese substrato, mediante el material 
conductor que pasa a través de los agujeros conductores 
para componentes situados axialmente en las espigas de in­
terconexión. Análogamente, en el substrato que lleva los 
agujeros de interconexión, se consigue la interconexión 
entre los conductores del circuito en sus superficies su­
perior e inferior mediante material conductor que pasa a 
través de los agujeros de interconexión.

La interconexión entre las capas del cir­
cuito en los diferentes substratos se consigue mediante 
el contacto formado entre el material conductor en el ex­
terior de las espigas de interconexión y el material con- ; 
ductor en el interior de los agujeros de interconexión.

En la realización preferida, los conduc­
tores del circuito estén rebajados en la superficie del 
substrato en canales para conductores del circuito.

El material conductor puede ser recubier­
to con un material de contacto, tal como estaño, oro, o 
estaño-plomo.

Las capas de substrato individuales con 
los circuitos aplicados se unen entre si con un material 
adhesivo no conductor eléctrico.

La placa de circuito de móltiples capas se 
puede fabricar moldeando por inyección los substratos para 
formar los agujeros y espigas de interconexión, asi como 
los agujeros conductores para componentes y, preferiblemen­
te, los canales rebajados para conductores del circuito. 
Luego se aplica el material conductor eléctrico a partes 
definidas del substrato, para formar los conductores del 
circuito. También se aplica al interior de los agujeros 
conductores para componentes, al interior de los agujeros 
de interconexión y al exterior de las espigas de intercone 
xión.
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Preferiblemente, Inaplicación del mate­

rial conductor ae consigue recubriendo por vía no electro­
lítica auatancialmente la totalidad de la superficie del 
substrato con material conductor, enmascarando con un agen 
te resistente al recubrimiento que deja expuestas las áreas 
donde haya de permanecer el ¡material conductor, y recu­
briendo electrolíticamente para aumentar el grosor del mar- 
terial conductor en las áreas expuestas.

El agente resistente al recubrimiento 
puede entonces ser retirado y llevarse a cabo un rápido . 
ataque químico del exceao para retirar el material conduc­
tor no deseado. Alternativamente, se puede aplicar por re­
cubrimiento sobre la capa electrolítica un agente resis­
tente al ataque químico que sirve como material de contacr 
to, antes de retirar el agente resistente al recu.brimien— * 
to.

Después se monta la placa de múltiples .. 
capas como un emparedado con capas de ¡material adhesivo 
no conductor eléctrico que separan, pero unen entre si, 
a los substratos que llevan las capas de circuito.

Breve descripción de los Dibujos.

Se puede comprender mejor el invento con 
referencia a la siguiente descripción detallada, conside­
rada en relación con loa dibujos que se acompañan, en los 
cuales:

La Fig. 1 es una vista en perspectiva de 
una parte de una placa de circuito de cuatro capas de 
acuerdo con el presente invento. El dibujo es una vista 
en despiece ordenado para ¡mayor claridad.

La Fig. 2 es una vista en corte a escala 
ampliada a través de una espiga de interconexión, mostran­
do la placa de cuatro capas de la Fig. 1 montada.

La Fig. 3 realiza otra realización del 
invento ea una placa de circuito de seia capas, mostrando 
una vista en corte en despiece ordenado tomada también a



1
través de una. espiga de interconexión.

La Fig. 4 es una vista en corte, a esca­
la ligeramente reducida con respecto a las de las Figs.
5-8, en que se ilustra un substrato de placa de circuito 

5 siendo producido dentro de un molde de inyección.
La Fig. 5 es una vista en corte del subs­

trato y de la espiga de interconexión que se ven en la **..** 
Fig. 4, en una fase subsiguiente, imostrando la capa apli- .****. 
cada por recubrimiento por vía no electrolítica sobre la 

10 superficie del substrato.
La Fig. 6 ilustra una fase subsiguiente **..<

a la que se ve en la Fig. 5, en la que se ha aplicado un
agente resistente al recubrimiento a áreas seleccionadas
de la superficie del substrato. ...

15 La Fig. 7 ilustra una fase subsiguiente
a la que se ve en la Fig. 6, en la que se ha aplicado a .....

*  *  *las áreas no cubiertas por el agente resistente al recu- **" 
brimiento ana capa dé material conductor depositado elec- J 
troliticamente.

20 La Fig. 8 ilustra una fase subsiguiente
a la que se ve en la Fig. 7, en la que se ha añadido a 
la superficie de la capa depositada electrolíticamente un 
material de contacto resistente al ataque químico.

. j
25 Modos para la Puesta en Práctica del Invento.

Con referencia a la Fig. 1 se ve en ella 
una vista en despiece ordenado de una parte de una placa 
de circuito de cuatro capas de acuerdo con el presente 

30 invento. La placa de circuito se denomina placa de cir­
cuito de "cuatro capas" debido a que hay ouatro capas de 
circuito eléctrico, aunque haya solamente dos capas de 
substratos. Cada uno de los dos substratos (el primer 
substrato 10 y el segundo substrato 12) tiene una superfi- 

35 cié superior y una superficie inferior que contienen conduc 
toree del circuito, Por ejemplo, el primer substrato 10 
contiena loa conductores 14 y 16 del circuito en sus super-L -J
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fieles superior e inferior respectivamente, mientras que 
el segundo substrato 12 contiene los conductores 18 y 20 del 
circuito en sus respectivas superficies. Aunque en el dibu­
jo se ilustran conductores Ae& circuito individuales en to­
das las superficies, deberá comprenderse que en algunas apli 
caciones será deseable recubrir la superficie superior del 
substrato 12 o la superficie inferior del substrato 10 
con urna gran área de material conductor eléctrico (aislado *, 
eléctricamente de las espigas de interconexión 22 y de 
los agujeros de interconexión 24) para proporcionar apan- 
tallado entre las señales conducidas por los conductores 
del circuito del primer substrato 10 y por los conductores 
del circuito del segundo substrato 12.

Como se describirá aquí con mayor deta-^ 
lie, los substratos se fabrican preferiblemente por un * * *procedimiento de moldeo por inyección, el cual permite 
conformar en su totalidad los substratos 10 y 12 durante *. 
la formación inicial del substrato. Egto incluye la for­
mación de las espigas de interconexión 22, de los agujeros 
de interconexión 24, de los agujeros 26 conductores para 
componentes que pasan axialmente a través de las espigas 
de interconexión 22, y de los canales para los conducto­
res del circuito que están rebajadas en la superficie de 
los substratos 10, 12 para retener a los conductores 14-18 
del circuito.

Los substratos 10, 12 se hacen preferi­
blemente de un plástico no conductor eléctrico adecuado 
para moldeo por inyección. Entre los plásticos adecuados 
se incluyen la polietersulfona, la poliéterimida y la po- 
lisulfona, aunque son bien conocidos otros muchos materia^ 
les.

En la realización preferida, el primer 
substrato 10 está unido al segundo substrato 12 por unaho 
ja de material adhesivo no conductor eléctrico 28. Un mar- 
terial adhesivo adecuado es el conocido como "producto pa­
ra preimpregnación", el cual está formado de un material

-  7 -



*" . iadhesivo temmoendurecedar semicurado en forma de hoja. Se 
perforan o taladran agujeros 30 en el producto para preim­
pregnación, para alinear con las espigas de interconexión 
22 en el primer substrato 10. Después se monta la totali- 

5 dad de la placa de múltiples capas, y bajo Inacción de 
calor y presión se oara por completo el producto para 
preimpregnación 28 y éste une al substrato superior 10 con 
el substrato inferior 12, formando la placa de circuito 
de cuatro capas. " ****

10 Puede verse que el material conductor
(preferiblemente cobre) llena los canales para conductores '*.  ̂
del circuito, para formar los conductores 14-20 del cir­
cuito, y pasa hacia abajo a través de los agujeros 26 con­
ductores para componentes en las espigas de interconexión **-" 

15 22, y hacia arriba alrededor del exterior de cada espiga *. "*
de interconexión 22. Análogamente, el material conductor .....* * *'llena los canales para conductores del circuito en el se- *****. *gundo substrato 12, y es aplicado por recubrimiento al in- *.; 
terior de los agujeros de interconexión 24.

20 Cuando se imonta la placa de circuito de
múltiples capas, el material conductor en el exterior de 
las espigas de interconexión 22 queda estableciendo con­
tacto intimo con el material conductor en el interior de 
los agujeros 24 de interconexión. Con patrones adecuados 

25 de conductores del circuito, se puede efectuar una cone­
xión desde cualquiera de los cuatro niveles del circuito 
ecn cualquier otro nivel. Por ejemplo, los conductores 14,
16, 18 y 20 del circuito, cada uno de los cuales está si 
tuado en ana capa diferente, están todos conectados jun- 

30 tos a través de la espiga de interconexión 22a y del agu­
jero de interconexión 24a.

Con referencia ahora a la Fig. 2, puede 
verae en ella una vista en corte transversal de la placa 
de circuito de cuatro capas montadas. También puede verse 

35 aquí que los conductores del circuito están situados en 
canales para conductores del circuito, que están rebaja­
dos en la superficie de los substratos 10, 12

-  8 -
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En eBta vista se ilustra que en la rea<- 

lización preferida el material conductor que constituye 
los conductores 14-20 del circuito y que recubre a la es­
piga 22 y a los agujeros 24 de interconexión, está a su 
vez recubierto con un material de contacto 32. Mientras 
que el aso del ¡material de contacto 32 es optativo, el 
mismo sirve para varias funciones en la placa terminada, 
incluidas la prevención de la oscilación del material con-.* 
ductor (preferiblemente cobre), la promoción de una más 
fácil soldadura de componentes a la placa acabada, y la 
formación de un buen contacto eléctrico dhmico entre el ex 
tarior de las espigas de interconexión 22 y el interior da 
los agujeros 24 de interconexión. Además, durante la cons­
trucción de la placa el material de contacto 32 sirve tam-* 
bién como agente resistente al ataque químico, como se *.; 
describirá más adelante.

Los materiales de estaño, estaño-plomo y oro 
son todos adecuados para material de contacto (resisten­
te al ataque químico) 32.

En la parte de la placa de circuito de mdlti 
pies capas que se ve en la Fig. 2, el conductor do cir­
cuito rebajado particular marcado con el ¡número do refe­
rencia 14a en la superficie superior del primer substra­
to 10 está conectado a otros dos conductores de circuito 
18a, 20a, en las superficies superior e inferior del se­
gundo substrato 12, respectivamente.

Como se ha descrito anteriormente, cata cone­
xión se consigue mediante el material conductor que pasa 
desde la superficie superior del primer substrato 10 ha­
cia abajo a través del agujero 26 conductor para componen­
tes y alrededor al exterior de la espiga de interconexión 
22, la cual hace contacto con el interior del agujero de 
interconexión 24.

Cuando se emplea estaño-plomo como material 
de contacto 32, la región de contacto entre el exterior 
de la espiga de interconexión 22 y el interior del agujero 
de interconexión 24, queda unida por fusión y soldadura
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después del calentamiento. No obstante, cuando se emplea 
oro o estaño el contacto de ajuste a presión entre la es­
piga 22 y el agujero 24 es suficiente para establecer la 
necesaria conexión eléctrica. Se ha comprobado que con 

5 los substratos moldeados por inyección, las espigas de 
interconexión que tienen forma cilindrica son perfectamen­
te adecuadas para establecer la necesaria conexión.

Se cree que el uso del material del sube- .... 
trato para formar la espiga de interconexión, frente a **** 

10 hacer la espiga de metal, dota a la espiga de una elasti­
cidad que favorece una buena interconexión eléctrica cuan-*. ; 
do se monta la placa. Bato tiene especial importancia cuan 
do las espigas de interconexión están recubiertas con es­
taño u oro y se usa un ajuste a presión para mantener la 

15 interconexión eléctrica. ;
Con referencia a la Fig. 3, puede verse .***en ella una realización diferente del invento en una vis-'..'..* 

ta en despiece ordenado en que se muestra una placa de **. I 
circuito de seis capas. En esta realización, hay tres 

20 substratos 34, 36 y 38. El primer substrato 36 está pro­
visto de dos espigas de interconexión opuestas 40 y 42 
en sus superficies superior e inferior respectivamente, 
las cuales hacen contacto con los agujeros de intercone­
xión 44 y 46 en los substratos segundo y tercero 34 y 38.

25 En esta realización se usan dos capas de
producto para preimpregnación 48 y 50, para unir entre si 
los tres substratos.

El primer substrato 36 está provisto de 
conductores del circuito 52-60 en sus dos superficies la 

30 superior y la inferior. Los conductores 54-58 del circui­
to discurren en sentido de salirse del dibujo perpendicu­
larmente a la vista en corte transversal de la Fig. 3, 
mientras que los conductores 52 y 60 discurren paralelos 
a la sección transversal.

35 El corte transversal a, través de los con
ductores 54-58 muestra más claramente que la Fig. 2 que 
los conductores del circuito están depositados en canales

4



para conductores del circuito que están rebajados en la 
superficie del substrato. Bata configuración permite una 
superficie de contacto plana entre los substratos, lo 
cual favorece una unión mejorada entre los substratos me- 

5 diante el producto para preimpregnación adhesivo. No obs­
tante, ha de entenderse que tambión se puede emplear un 
circuito no rebajado, como el que se usa corrientemente. ******

Loa conductores 52 y 60 (del circuito es- .****.* w * w
tán conectados entre ai y a los conductores 62-68 del 

10 circuito situados en los substratos segundo y tercero 34 a *
y 38. El material adhesivo o producto para impregnación **.; 
28, 48, 50 debe ser no conductor eléctrico, de modo que 
se impida toda conexión elóctrica entre los conductores 
del circuito en las superficies enfrentadas de los aubs- 

15 tratos cuando se monta la placa de múltiples capas. Por *.* 
ejemplo, el material adhesivo 48 aísla eléctricamente al .**.** 
conductor 54 del circuito del conductor 64 del circuito . .
por donde ae cruzan en las caras opuestas da los substrae- * 
tos 34 y 36.

20 En la realización preferida, se usa el
producto para preimpregnación 28, 48, 50 para unir entre 
sí los substratos. El producto para preimpregnación se 
proporciona en forma de hoja y se perforan o troquelan 
los agujeros 30 , 70 , 72 del mismo para permitir el paso 

25 de las espigas de interconexión al interior de los aguje­
ros de interconexión. Se pueden emplear adhesivos líqui­
dos o de otro tipo con tal de que no se aplique el adhesi­
vo a las espigas o agujeros da interconexión, lo cual obs­
taculizaría la conexión eléctrica.

30 La realización que se ve en la Fig. 3 ae
ha ilustrado sin recubrimiento de contacto aplicado a la 
superficie del material conductor que forma los conducto­
res del circuito.

Mediante la. apropiada colocación en posi- 
35 ción de las espigas y agujaros de interconexión se pueden 

construir placas de circuito de múltiples capas, con tan­
tas capas de circuito como se desee. Donde se desee, unL -<

% FB
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substrato puede llevar tanto espigas como agujeros de in­
terconexión.

Fabricación de la Placa de Circuito de Múltiples Cavas

Bn las Figs. 4 a 8 se ilustran las fases 
principales de la construcción del primer substrato 10. La ...A 
construcción del segando substrato 12 asi como la de los .**'*. 
substratos 34, 36 y 38, como se ve en la Fig. 3, es sus­
tancialmente igual.

La Fig. 4 está a una escala ligeramente **..* 
reducida con respecto a las de las figuras 5-8, e ilustra 
una parte de un molde de inyección que contiene ana parte 
correspondiente del primer substrato 10. La parte del subs-*"" 
trato 10 que se ve dentro del molde es la misma parte del * .'** 
substrato 10 que se ve en la Fig. 2. ...

B1 molde de inyección está formado de dos * **% *partes, una mitad superior 74 y una mitad inferior 76, las*-.* 
cuales forman un área cerrada que define la forma del subs­
trato, y que pueden separarse para liberar el substrato mol 
deado.

Usando técnicas de moldeo por inyección 
bien conocidas, se calienta el material de substrato y se 
le obliga a entrar en el molde cerrado para formar el pri­
mer substrato 10. Aunque el moldeo por inyección es el pre 
ferido para la fabricación del substrato, se pueden emplear 
otras técnicas, tales como estampación plástioa, lamina­
ción, mecanizado, etc., de modo que se produzca el substra 
to debidamente conformado.

Ha de entenderse que en la Fig. 4 se ilus 
tra tínicamente una pequeña parte de un molde mucho mayor 
que contiena numerosas espigas de interconexión 22, como 
las que serían necesarias para formar el primer substrato 
10 que se ve en la Fig. 1. Para producir el segundo subs­
trato 12 se usa un molde correspondiente (no ilustrado).
El molde contiene preferiblemente numerosas proyecciones 
para los caminos, como pueden verse indicadas por el nú­
mero de referencia 78, las cuales se proyectan en el inte-"*<-



r
rior de loa moldes y definen loa canales para los conduc­
tores del circuito en la superficie de los substratos mol­
deados. El camino 78 para conductor del circuito parti­
cular que se ve en la Fig. 4 produce el canal para con- 

5 ductor del circuito que contiene el conductor del circui­
to 14a que se -ve en la Fig. 2. Los agujeros 26 conducto­
res para componentes se forman también preferiblemente 
durante el proceso de inyección mediante espigas 80 que ,-*** 
se proyectan hacia abajo desde la superficie superior 74 

10 del molde hasta la superficie inferior 76.
Después de moldear se saca el substrato . ?* edel molde y se aplica un material conductor eléctrico a 

partes definidas de las superficies del substrato. La téc 
nica preferida consiste en cubrir sustancíalmente la tota-*'*.'. 

15 lidad de la superficie del substrato con un material con- ^
.ductor. Esto puede conseguirse mediante recubrimiento no ,.,. 

electrolítico con una delgada capa de cobre o de otro mâ - "4 *terial conductor sobre toda la superficie del substrato. +
En la Fig. 5 se ilustra una parte del primer substrato 10 

20 tal como se forma en el molde visto en la Fig. 4, sobre 
la cual se ha aplicado por recubrimiento sobre toda su su­
perficie expuesta una delgada capa de material conductor 
82. Se observará que el material conductor se aplica como 
recubrimiento sobre la totalidad de la superficie expues- 

25 ta, incluido el interior de los agujeros 26 conductores 
para componentes.

En la Fig. 6 se ilustra la siguiente fase 
en la construcción de la placa de circuito de múltiples 
capas en la cual se ha aplicado un agente resistente al re- 

30 cubrimiento 84 en todas las partes en que se desea impe­
dir el depósito de cualquier material conductor adicional.

En una fase subsiguiente, se retirará el 
material conductor situado debajo del agente resistente al 
recubrimiento 84, y en consecuencia las árnicas áreas no 

35 cubiertas por el agente resistente al recubrimiento en la 
Fig. 6 serán aquellas áreas en las que haya de permanecer 
finalmente el material conductor. Estas áreas incluyen el



1interior de los canales 85 para los conductores del cir­
cuito, asi como el interior de los agujeros 26 conducto­
res para componentes, y el exterior de las espigas de in­
terconexión 22.

B1 canal 85 para conductores del circui­
to que se ve en la Fig. 6 es formado por el camino 78 pa­
ra conductor del circuito en el molde de inyección 74 que 
se ve ep la Fig. 4, y finalmente contendrá al conductor 
14a del circuito acabado que se ve en las Figs. 2 y 7.

En relación con este punto puede verse urna 
ventaja importante del uso de los canales para conductores * 
del circuito rebajados. Sobre la superficie superior del 
substrato 10, se puede aplicar el agente resistente al re­
cubrimiento 84 mediante un rodillo cilindrico liso, y de­
bido a que todas las áreas en las que haya de permanecer * 
el material conductor han sido rebajadas, se aplica fácil 
y rápidamente el agente resistente al recubrimiento 84 en ' 
los lugares apropiados. En la construcción del segundo 
substrato 12, el cual no tiene espigas de interconexión 22, 
se puede aplicar esta técnica tanto a la superficie supe­
rior como a la superficie inferior del substrato 12, asi 
como a los substratos segundo y tercero 34 y 38, como se 
ve en la Fig. 3.

Con respecto a la superficie inferior del 
substrato 10, se debe aplicar el agente resistente al re­
cubrimiento con aplicaáóres conformados, o bien por imedio 
de técnicas usuales de enmascaramiento óptico o de otro 
tipo. )

En la Fig. 7 se ilustra la siguiente fase 
en la construcción de la placa de circuito. En el caso 
preferido, se sumerge el substrato 10 en un baRo de recu­
brimiento electrolítico y se recubre con el material con­
ductor sobre todas las partes expuestas del substrato 10. 
Ninguna de las áreas del substrato enmascarada con el agen 
te resistente al recubrimiento 84 recibe material alguno 
conductor adicional.

En el caso preferido, la capa 82 recu-
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bierta por vía no electrolítica inicial, como se ve en la 
Fig. 5, es de cobre, y la capa 86 electrolítica recubierta 
subsiguientemente es también de cobre. En consecuencia, pa­
ra mayor claridad, en la Fig. 7 se ilustra solamente la 
capa gruesa de material conductor que queda en las áreas 
expuestas identificadas por el cámaro de referencia 86.
El cobre de la capa 82 de recubrimiento aplicada por vía 
no electrolítica es sustancialmente indiferenciable de la .* 
capa 86 de recubrimiento electrolítico aplicado subsi­
guientemente. Es de hacer notar, sin embargo, que la pri­
mera capa 82 puede estar constituida por un material con- 
ductor diferente al de la capa 86 de recubrimiento elec­
trolítico aplicado subsiguientemente. Es también posible 
aumentar el grosor de la capa 82 por técnicas distintas a ** 
la de recubrimiento electrolítico, tal como por recubrimiém 
to por vía no electrolítica, y tales técnicas están dentro^ 
del alcance de este invento. *

A continuación del depósito de la capa 
electrolítica 86, la siguiente fase es opcional, pero pre­
ferible, y comprende recubrir la capa electrolítica expues­
ta 86 con un material de contacto 88 que sirve como un 
agente resistente al ataque químico. El material de oon- 
tacto sirve también para otras numerosas funciones, como 
se ha descrito anteriormente. A continuación de la produc­
ción de los substratos que se ven en la Fig. 8, se retira 
el agente resistente al recubrimiento 84 usando un disol­
vente adecuado para el agente resistente al recubrimiento 
usado, y se sumerge el substrato 10 en un baño de ácido 
el cual efectda un ataque químico del exceso retirando 
todo vestigio de la capa 82 depositada por vía no electro­
lítica excepto en aquellas partes en que se haya aumenta­
do electrolíticamente el grosor del material conductor.

Durante la fase de ataque químico del ex 
ceso el agente resistente al ataque químico 88 sirve para 
proteger la capa 86 depositada electrolíticamente del ata­
que por el agente de ataque químico. No obstante, cuando 
no se usa el agente resistente al ataque químico 88, el



grosor de la capa 86 depositada electrolíticamente es lo 
suficientemente mayor que el grosor de la capa 82 deposi­
tada por vía no electrolítica como para que en la fase 
de ataque químico del exceso se retire por completo la 

5 capa 82 sin afectar considerablemente a la capa 86. El
substrato 10 resultante es sustancialmente como se ha ilus­
trado en la Fig. 2.

El substrato 12 se produce sustancialmente 
de la misma manera que se ha descrito en lo que antecede.

10 Luego se emparedan juntos los dos substratos con una capa 
de material adhesivo, tal como de un producto para pre-im- 
pregnación entre ellas (con agujeros perforados o troque­
lados en el material para permitir el paso sin obstáculos 
de las espigas de interconexión 22) y se coloca la placa 

15 de circuito de múltiples capas completa en una prensa pa­
ra estratificar, bajo calor y presión, en la cual se com­
pleta el curado del producto para pre-impregnación semi- 
curado y se unen entre si los substratos.

Una técnica alternativa de fabricación de 
20 la placa de circuito de múltiples capas puede designarse

como técnica "totalmente aditiva", en la cual se aplica el 
material conductor exclusivamente por recubrimiento por 
vía no electrolítica.

En esta técnica, los conductores del cir- 
25 cuito (14, 16, 18 y 20 en la Fig. 1) y las demás áreas

conductoras definidas, tales como las de material conduc­
tor en el exterior de las espigas de interconexión 22 y 
en el interior de los agujeros de interconexión 24, se de­
positan por vía no electrolítica sin recubrimiento electro- 

30 Utico adicional. Además, el material conductor depositado 
por vía no electrolítica se aplica únicamente a aquellas 
áreas definidas en las que el material haya de permanecer 
sobre la placa de múltiples capas completada, eliminándo­
se así la fase de ataque químico del exceso requerida en 

35 la técnica anteriormente descrita. Se impiede el depósito 
por vía no electrolítica en las áreas que hayan de permar- 
 ̂necer no conductoras mediante la aplicaoión de un agente
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resistente al recubrimiento como anteriormente se ha des­
crito, excepto en que en la técnica totalmente aditiva el 
agente resistente al recubrimiento se aplica directamente 
a la superficie de los substratos.

5 Los expertos en la técnica del recubrimien
to por vía no electrolítica admitirán que el recubrimiento 
por vía no electrolítica con un material conductor sobre ......
un substrato no conductor incluye típicamente varias fases, ....

* adiseñadas para mejorar la unión entre el substrato no con- **** 
10 ductor y el material de recubrimiento aplicado por vía no

electrolítica. Tales fases, bien conocidas, incluyen el ;
raspado químico o mecánico para dar rugosidad a la super­
ficie que haya de ser recubierta, la sensibilización o ac­
tivación catalítica de la superficie que haya de ser recu-

15 bierta, y las fases intermedias do limpieza y lavado. * .**.
. .En la técnica anteriormente descrito, la ....

fase de recubrimiento por vía no electrolítica incluía ****
. .  *tales fases de tratamiento normales. Puesto que se recu- 

byla por vía no electrolítica toda la superficie del subs- 
20 trato, la fase del recubrimiento por vía no electrolíti­

ca podía considerarse como una sola fase que podía llevar­
se a cabo usando cualquiera de las muchas técnicas dispo­
nibles comercialmente.

No obstante, por la técnica totalmente adi 
25 tiva únicamente se recubre por vía no electrolítica una

parte de la superficie del substrato. En consecuencia, hay 
dos variantes similares de la técnica totalmente aditiva, 
dependiendo de que la superficie del substrato sea activa­
da catalíticamente antes o después de aplicado el agente 

30 resistente al recubrimiento.
En ambas variantes se parte de los substra­

tos formados (10, 12 en la Fig. 1) que se fabrican preferi­
blemente por moldeo por inyección, como anteriormente se 
ha descrito, pero que pueden también fabricarse por estam- 

35 pación en caliente, por mecanizado usual, etc.
Luego se puede raspar el substrato, quí- 

 ̂ mica o mecánicamente, para darle rugosidad para mejorar la_,
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adherencia de la capa aplicada por via no electrolítica.
B n l a  primera variante, ae activa después 

catalíticamente toda la superficie del substrato. A con­
tinuación, se aplica el agente resistente al recubrimien­
to a aquellas áreas en las que no se haya de aplicar el ma­
terial conductor por vía no electrolítica. El agente re­
sistente al recubrimiento 84 se aplica a las mismas greas 
y de la misma, manera (por recubrimiento con rodillo, me­
diante aplicadores conformados o por técnicas usuales de 
formación de imágenes), como se ha ilustrado en la Fig. 6, 
para delinear el patrón de circuito y las áreas de contac­
to que se deseen. No obstante, en la técnica totalmente 
aditiva se aplica el agente resistente al recubrimiento 84 
directamente a la superficie activada del substrato 10, 
en vez de a una capa inicial delgada de recubrimiento apli­
cado por via no electrolítica (82 en la Fig. 6), como en 
la técnica anteriormente descrita.

Luego se recubre con el material conductor 
por via no electrolítica sobre las partes definidas en la 
superficie activada, del substrato 10, siempre que la ausen 
cia del agente resistente al recubrimiento 84 deje esa 
superficie expuesta. El recubrimiento por via no electrolí­
tica se continda hasta que se haya acumulado el grosor 
deseado para el material conductor, formándose de ese mo­
do los conductores del circuito (14, 16, 18 y 20 en la 
Fig. 1) y las áreas de contacto conductores en el exterior 
de las espigas de interconexión 22 y en el interior de los 
agujeros de interconexión 24.

Opcionalmente se puede aplicar como recu­
brimiento por via no electrolítica un ¡material de contac­
to 88 sobre el material conductor. Después se retira el 
agente resistente al recubrimiento 84 con un disolvente 
apropiado, como se ha descrito anteriormente.

Se puede después producir el segundo 
substrato 12 usando la misma técnica y se monta la placa 
completada con el producto para preimpregnación 28 como an 
teriormente se ha descrito.



La segunda variante de la técnica totalmen 
te aditiva consiste en aplicar el agente resistente al re­
cubrimiento 84 al substrato antes de activar catalíticamen­
te la superficie. Con la selección de un agente resistero 

5 te al recubrimiento apropiado 84y la fase subsiguiente de 
activación catalítica tiene lugar esencialmente sólo so­
bre la superficie expuesta del substrato. Después se re- 
cubre el substrato por vía no electrolítica para aplicar **- 
el material conductor a las partes definidas de la super—

10 ficie de los substratos. Luego se retira el agente resis­
tente al recubrimiento y se ¡montan los substratos para 
completar la placa de múltiples capas, como anteriormente 
se ha describo.

15
* * * * ** * *
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Los puntos que como características de no 
vedad se presentan para que sean objeto de esta solicitud 
de Modelo de Utilidad en España, por VEINTE años, son los

*  *  *  *

que se recogen en las reivindicaciones siguientes : ....
1&.- Una placa de circuito de múltiples 

capas, que comprende: un primer substrato de placa de cir . 
cuito construido de un material de substrato no conductor '** 
eléctrico, teniendo dicho primer substrato una superficie 
superior y una superficie inferior con espigas de inter­
conexión que se proyectan fuera de la superficie inferior 
del primer substrato, teniendo dichas espigas de interco- 1. 
nexión agujeros conductores para componentes que pasan ;* **.
axialmente a través de las espigas de interconexión; un se.. **** *.*gundo substrato de placa de circuito construido de un ma­
terial de substrato no conductor eléctrico y conformado 
para coincidir can la superficie inferior del primer subs­
trato, teniendo dicho segundo substrato una superficie su­
perior y una superficie inferior con agujeros de interco­
nexión que pasan desde la superficie superior, a través 
del segundo substrato, a la superficie inferior, para re­
cibir alas espigas de interconexión en el primer substra­
to; un material conductor eléctrico aplicado a áreas defi­
nidas de las superficies superior e inferior de los subs­
tratos primero y segundo; incluyendo dichas áreas defini­
das conductores del circuito, el exterior de las espigas 
de interconexién, el interior de los agujeros de interco­
nexión y el interior de los agujeros conductores para com­
ponentes; y una capa de material adhesivo no conductor 
eléctrico situada entre los substratos primero y segundo 
de modo que una el primer substrato al segundo substrato, 
pasando las espigas de interconexión a través del material, 
adhesivo a los agujeros de interconexión, con lo que se
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establece conexión eléctrica entre el material conductor 
en el exterior de las espigas de interconexión y el mate­
rial conductor en él interior de los agujeros de interco­
nexión.

23.- Una placa de circuito según la rei­
vindicación 13, en que los substratos de la placa de cir­
cuito se forman por moldeo por inyección.

3&.- Una placa de circuito según la rei­
vindicación 1 a, en que los caminos que siguen los conducto­
res del circuito están rebajados dentro de la superficie 
de los substratos primero y segundo.

4*.- Una placa de circuito según la rei­
vindicación 13, en que el material conductor eléctrico 
está recubierto con un material de contacto.

5&.- Una placa de circuito según la rei-  ̂
vindicación 13, en que el primer substrato de la placa 
de circuito incluye espigas de interconexión, que se pro— * 
yectan fuera, de la superficie superior del primer substrae* 
to y en que la placa de circuito de múltiples capas com­
prende además: un tercer substrato de placa de circuito 
que tiene en el mismo agujeros de interconexión y que es­
tá conformado para coincidir con la superficie superior 
del primer substrato; y una segunda capa de material adhe 
sivo no conductor eléctrico situada entre los substratos 
primero y tercero, a fin de unir el primer substrato con 
el tercer substrato, pasando las espigas de interconexión 
en la superficie superior del primer substrato a través 
de la segunda capa de material adhesivo, al interior de 
los agujeros de interconexión en el tercer substrato.

6&.- Una placa de circuito según la rei­
vindicación 13, en que los substratos incluyen canales pa 
ra los conductores del circuito rebajados en la superfi­
cie de los substratos, siendo aplicado el material con­
ductor dentro de los canales para los conductores del cir 
cuito, para formar los conductores del circuito.

76.- "UNA PLACA DE CIRCUITO DE MULTIPLES
CAPAS"
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Tal y como ae ha descrito en la Memoria 

que antecede, representado en los dibujos que se acompañan 
y para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de veintidós hojas es 
5 critas a f̂ g****"̂  por una sola cara.

Madrid,
P.A.
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